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(57) Abstract: In a method for the
placement of electronic components
(1) onto a substrate (2) at a placement
station (3), the component bearing
by a bearing side (4) on a supply
station (5) is picked up by a primary
& tool (6a, 6b) and transported by a
rotational movement to a provision
— plane (7) lying above the plane of the
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supply station (5). The component, in
the provision plane, is then removed
from the primary tool by means of
a turning device (9) and turned and
transferred to a secondary tool (8) in
such a way that it can be deposited
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onto the substrate once again by the
same bearing side. The turning device
(9) can be driven by an operating
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position into a rest position, so that
operation without inverse turning is
also possible, the secondary tool (8)
accepting the components directly
from the primary tool (6a, 6b).
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(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zum Ablegen von elektronischen Bauteilen (1) auf ein Substrat (2) an einer Ab-
lagestation (3) wird das mit einer Auflageseite (4) an einer Vorratsstation (5) aufliegende Bauteil mit einem Primirwerkzeug (6a,
6b) aufgenommen und durch eine Drehbewegung auf eine iiber der Ebene der Vorratsstation (5) liegende Bereitstellungsebene (7)
transportiert. Das Bauteil wird sodann in der Bereitstellungsebene mittels einer Wendevor-richtung (9) vom Primérwerkzeug abge-
nommen und derart gewendet und einem Sekundidrwerkzeug (8) iibergeben, dass es wiederum mit der gleichen Auflageseite auf das
Substrat abgesetzt werden kann. Die Wendevorrichtung (9) kann von einer Betriebsstellung in eine Ruhestellung gefahren werden,
sodass auch ein Betrieb ohne Riickwendung méglich ist, wobei das Sekunddrwerkzeug (8) die Bauteile unmittelbar vom Primér-
werkzeug (6a, 6b) tibernimmt.



